科技部工程司智慧電子國家型科技計畫 (NPIE Program)

公開徵求104年度研究計畫書

壹、前言

　　配合「智慧電子國家型科技計畫」的執行，科技部工程司於100年度開始推動智慧電子學術研究計畫，以導引學術界大力投入醫療電子、綠能電子、車用電子及3C電子(合稱MG+4C) 等智慧電子各領域之積體電路及系統設計之前瞻技術研發。本計畫在提昇國內晶片系統設計之技術層次、增進學術研究之深度與廣度、培育相關領域的高科技研發人才與研究團隊、強化國內積體電路及智慧電子系統設計產業之競爭力等方面均已有相當具體之成果。 
貳、推動目標

104年度為NPIE計畫之最後一年，故特別鼓勵學術研究團隊在MG+4C之技術主軸下，基於過去已建立之基礎，提出以落實產業效益為主要目標之計畫。另科技部工程司目前已積極規劃NPIE計畫結束之後續計畫，將以能開發出領先全世界且極具長期產業效益之關鍵技術為研究標的，本年度亦將此類計畫列入推動目標。
參、規劃研究類別
本計畫規劃之研究分二大類：(一)已具顯著產業效益之技術應用研發計畫及(二)以領先全世界且極具長期產業效益之關鍵技術為標的之研究計畫，分別說明如下：
1、 『已具顯著產業效益之技術應用研發計畫』類
(1) 計畫目的

主要提升國內前瞻晶片設計與晶片系統科技研發水準，厚植高科技研發人才，並將推廣成果至產業界，以提昇台灣電子業之國際競爭力。
(2) 計畫研究範疇

本計畫以醫療、綠能、車用及3C等電子系統設計為經，以晶片系統設計技術為緯，計畫書需說明所產出之技術將可應用於下列何項領域。

1. 醫療電子：以醫療系統為出發點，開發積體電路設計技術，以晶片的加值來提升醫療品質與增進設備性能。

2. 綠能電子：開發綠能相關的積體電路技術，以提升電力電子系統中發電、儲電、用電之效率。

3. 車用電子：以系統晶片平台為研發重點，提升車用性能與節能系統、車用安全系統、車用通訊與娛樂系統。

4. 前瞻3C電子：以晶片系統整合技術推升3C應用至下一世代的資通訊、多媒體、電子娛樂等領域，並特別鼓勵可應用於可移動及手持裝置之創新技術，以及智慧手持裝置產業發展之關鍵零組件與核心軟硬體技術研發。
(3) 計畫規劃
1. 計畫規劃需說明如何將現有成果實際應用於相關產業，以提升智慧電子產業之整體發展。
2. 計畫應詳實規劃預計產出之經濟效益，並列出可能產出之技轉、專利授權、產學研合作或可能之創業規劃。

3. 計畫書內容宜包含：
(1) 技術研發成果之競爭優勢。

(2) 國內外技術研發現況分析。

(3) 國內外該領域智財布局現況。
(4) 計畫成果衍生產學合作計畫、技術移轉或新創公司之規劃。
(5) 本計畫著重與產業界之合作，在計畫書中明列合作廠商及其協同主持人，並取得合作意願書者將從優考慮，合作意願書格式不拘，但其內容需清楚表達廠商之合作意願。

2、 『以領先全世界且極具長期產業效益為標的之研究計畫』類 

(1) 計畫目的
智慧電子國家型科技計畫(NPIE)在醫療、綠能、車用及3C等電子領域皆已有亮麗成果，本類計畫目的為深入探討預期未來將可有重大經濟影響力之新興研究主題，以加速智慧電子晶片設計技術升級，協助提升下世代智慧電子產業之發展。

(2) 計畫規劃
本類計畫為預期未來將可有重大經濟影響力之新興研究主題，以主軸式前瞻計畫方式推動，計畫同一主軸將以積極整合國內研究能量進行分工合作為主要作法，避免多個團隊重覆研究相同問題或建立類似平台造成資源浪費，期望能整合並集中國內有限資源，以共同為整體計畫目標努力，並以能開發出領先全世界且極具長期產業效益之關鍵技術為標的。計畫書內容宜包含：

(1) 欲進行計畫之研究內容及預定之長期目標
(2) 預期開發技術之競爭優勢

(3) 國內外技術研發現況分析
(4) 如何整合國內研究能量及進行分工合作
(5) 潛在應用標的或合作廠商
(3) 技術標的

在過去數年NPIE計畫推動下，MG+4C領域已奠下極佳之基礎，相關技術及人才已成為台灣之競爭利基。近年來，已有數項新興電子產業積極發展，極可能成為未來之主流，而其中所需之IC設計技術更將為這些電子產業能否成為自主技術產業之關鍵，故本類計畫將這些新興產業所需之半導體IC設計技術列入計畫之範疇。以下所列項目包括MG+4C及新興產業主題，但並不侷限於上述主題，凡能整合國內資源，預期對智慧電子產業可產生重大且長遠之影響者均可提出。
1. 醫療電子領域：

· 未來極具經濟潛力但需長久投入方能開花結果之研究，例如需作人體試驗且需極優秀IC設計及創新能力方能完成之計畫
· 可協助進行模擬手術、居家陪伴照護等具醫療功能之智慧型機器人 

· 高彈性(highly flexible)及可程式化(programmable)之智慧醫療輔助軟體

· 可系統化、大量開發適合各種應用之生醫感測器之計畫，特別加強其 sensitivity 及reliability，目標在取得各先進國家之認證

· 此領域計畫應以有用、可認證、台灣可製造、CP值高為標的
2. 綠能及4C領域：
· 可廣泛用於各電子產品之LV/LP技術，並應以電路及元件共同設計 (circuit-device codesign) 來達到最佳效率

· 3DIC測試及可靠度相關研究，以在3D IC時代到來時能快速拉開與其他國家之競爭差距為標的
· 需長期投入之先進應用處理器及記憶體開發技術

· 異質整合 (系統+SW+HW) 技術

· 高可靠度及低耗能之車用電子設計技術

· 智慧型自動駕車控制及預警測試系統

3. 新興智慧電子設計領域：
· 物聯網 (IOT) 領域：
· 物聯網元件及網路之能源擷取(Energy harvesting)、低功率及低電壓IC設計
· 物聯網之連結技術
· 多核心及應用處理器、記憶體技術及架構、軟硬體系統整合
· 物聯網系統之測試、偵錯及容錯設計 
· 感測器及制動器整合設計技術
· 資料安全相關之電路及系統設計
· 3G/4G/5G之通訊IC設計
· 考量物聯網的多樣化、特性、應用及趨動力之跨領域整合技術

· 雲端及資料中心領域：

· 資料儲存之硬體電路設計、測試、除錯(debug)及容錯(fault tolerance) 

· 雲端網路之硬體電路設計、測試、除錯(debug)及容錯(fault tolerance)

· 資料安全相關之電路及系統設計
· 用於雲端及資料中心之資料分析、電路及系統效能分析、功耗分析及可靠度分析或最佳化之EDA tools.

· 智慧機器人領域：以核心控制IC設計、感測器及致動器IC設計、訊號處理及人工智慧技術為主要標的

· 醫療照護、模擬手術

· 居家家務整理

· 娛樂及競賽

· 工業用/軍事用

· 防災及救災用

· 跨領域合作，如與控制、機械、醫療領域之跨領域系統整合開發

肆、申請規範
1. 計畫申請作業，自即日起接受申請，請申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提正式計畫申請書(採線上申請)，建議計畫主持人於104年1月15日(星期四)下午5時前完成線上申請作業；至申請機構則應於104年1月22日(星期四)下午5時前備函送達本部，逾期送達者不予受理。
2. 研究人員或團隊必須選擇『已具顯著產業效益之技術應用研發計畫』類或『以領先全世界且具長期產業效益為標的之研究計畫』類擇一提案。
3. 計畫書撰寫時，請採用科技部專題研究計畫申請書格式，提出線上申請；並填寫計畫申請書時，由104年度專題研究徵求計畫點選「智慧電子國家型科技計畫」、計畫歸屬請點選「工程司」、學門代碼名稱請點選「EI(智慧電子國家型計畫)」，申請『已具顯著產業效益之技術應用研發計畫』類，子學門代碼請勾選E1905(技術應用研發計畫)，申請『以領先全世界且極具長期產業效益為標的之研究計畫』類，子學門代碼請勾選E1906(領先全世界研究計畫)，以利作業。
4. 『已具顯著產業效益之技術應用研發計畫』研究型別可為個別型計畫或整合型計畫，但『以領先全世界且具長期產業效益為標的之研究計畫』研究型別必須為整合型計畫，個別型計畫或整合型計畫之申請，說明如下：

(1) 申請「個別型計畫」：可僅列出一主持人，但考量研究需求，亦得列有共同主持人，計畫經核定補助後，僅由主持人列入本部專題研究計畫件數計算。
(2) 申請「整合型計畫」：每一整合型計畫需含總計畫與三個(含)以上之子計畫，總計畫與子計畫主持人申請方式如下：
1 總計畫主持人須同時主持1件子計畫，請總計畫主持人務必將其總計畫與自身所主持之子計畫合併填寫成一份計畫書(未依規定將總計畫併入子計畫申請者，將不予受理)，計畫書中須分別陳述總計畫及所屬子計畫之內容，並將總計畫及子計畫之各項申請經費於備註欄分別註明以作區隔(請參考附件範例填寫)。
2 子計畫主持人須個別提出申請書。

5. 有關計畫頁數限制請務必依照本部公布之「專題研究計畫申請書表C012 研究計畫內容頁數限制一覽表」內工程司之規定，若申請書表C012(包括C012-1及C012-2)內容頁數超過所定範圍，超出部分將不予審查。
伍、計畫執行規範

1. 鼓勵與國外學術研究機構(含業界研究中心)進行系統設計與實作之合作，合作對象不限於與科技部簽署合作計畫之單位或國家，但以實質合作為要求，計畫內可視需要編列國際合作相關經費。
2. 鼓勵與國內研究法人或業界進行系統設計與實作之合作，可將其參與之研發人員列為本計畫協同研究人員。研發合作的內容與模式，需於計畫書中詳細說明，並檢附雙方簽署的合作意願書；在研發費用部份，雙方須各自支付。
3. 國家實驗研究院(國研院)在督導機關之訪視與建議下，有鑑於該院係法人機構，因此院內所屬各單位對外服務須有相對收費機制。該院與主管機關共同擬定相關配套措施，其中，國研院晶片中心(CIC)對於業經審查通過之晶片製作或使用儀器設備酌收費用(10%現金)。因應此變革，計畫主持人考量研究需要，得在申請書『耗材及雜項費用』中編列晶片製作費或儀器設備使用費，以為後續經費核銷，有關CIC收費標準請上網參閱https://www.cic.org.tw/aboutus/fee.jsp。  
陸、計畫考核與結案
1. 執行團隊必須依照國家型計畫的要求與時程，定期呈報計畫執行進度與成果；並出席年度成果審查或發表會，以報告計畫執行成果。
2. 本計畫需配合本部進行成果追蹤、查核及考評，計畫執行期程屆滿時，將進行成果審查。
3.『已具顯著產業效益之技術應用研發計畫』類計畫之考核與結案之重點如下：
(1) 計畫成果重視產業應用與論文產出，產業應用包括技術轉移、專利授權、衍生產學或學研合作計畫、及自行創業等項目；論文發表著重具指標意義之會議或期刊論文。
(2) 各計畫必須參與當年度舉辦之研討會，並得進行系統展示與成果報告。
4.『以領先全世界且具長期產業效益為標的之研究計畫』類計畫考核之要項如下：
(1) 團隊之組成是否具整合相關領域研究人力，並以分工合作方式進行研究，其達成計畫整體目標之可行性。
(2) 本計畫是否可獲國內研究單位或業界之支持，或已開始洽談或進行合作計畫。
(3) 預期開發之技術是否可能領先全世界。
(4) 預期開發之技術是否確具長遠經濟效益。

柒、注意事項

1. 本計畫之規劃可為一年期或多年期計畫，但為配合智慧電子國家型科技計畫之時程，本年度計畫補助將僅核定一年(執行期程：104年5月1日至105年4月30日止)。但『以領先全世界且極具長期產業效益為標的之研究計畫』仍應以未來之長期產業效益為目標。
2. 有關科技部所補助之智慧電子國家型科技計畫，因屬學術研究，故以「B二級」管制，並依「政府資助敏感科技研究計畫安全管制作業手冊」之相關規定辦理，詳細內容請上網參閱http://web1.most.gov.tw/public/Data/367953171.​pdf  
3. 若計畫未獲通過，因審查時程考量將不再轉入當年度各學門內審查，亦不得提出申覆。
4. 本計畫係配合國家科技政策之推動，故本計畫之優先順序高於一般型研究計畫，經審查推薦者，將優先通過執行；且獲補助執行NPIE研究計畫者，不得以相同計畫重複申請其他機構之研究經費補助；若已獲其他機構之研究經費補助者，亦不得以相同計畫申請本案。
5. 本公告未盡事宜，應依本部補助專題研究計畫作業要點、本部補助專題研究計畫經費處理原則及其他相關法令規定辦理。
捌、專案推動工作小組 

計畫規劃人：







計畫聯絡人：
李昆忠教授(成功大學電機系)




潘敏治副研究員(科技部工程司)
Tel：(06)276-3881







Tel：(02)2737-7983
E-mail：kjlee@mail.ncku.edu.tw
E-mail：mcpan@most.gov.tw
蔡秝嫻小姐(專任助理)




        謝玉娟小姐(專任助理)
Tel：(06)276-1804




            Tel：(02)2737-7983 

E-mail：tls@beethoven.ee.ncku.edu.tw     

    E-mail：soa222@most.gov.tw
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